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(54)  칭 상 난 신   치  헬리컬 안 나 치

(57)  약

난 상  생  경우, 난   끼 등에 탑재 어 난 신 를  난  생  가능

 수 는 난 신   치  헬리컬 안 나 치가 개시 다. 개시  헬리컬 안 나 치는 평상시에는

 태  보  수 어 난 신   치가  끼 등에 게 탑재  수 도  고, 난 시에

는 펼쳐  난 신 를   수 도  다.

  도 - 도2
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(72) 

청

경 도 천시 사  경  175, B동 702

민

경 도 주시 안  637-36, 경남아 트 205동
702

  지원  가연 개 사업

    과 고           17111127

    과               NRF-2017R1A5A1015596

    처                 과 술 보통신

    과 리( )   연 재단

    연 사업             도연 사업

    연 과             지능   컬  연

     여               34/100

    과 수         숭실

    연 간              2017.06.01 ~ 2024.02.29

  지원  가연 개 사업

    과 고           0303183323

    과               NRF-2015R1A6A1A03031833

    처                 

    과 리( )   연 재단

    연 사업             연 지원사업

    연 과             타 질  심 술 연

     여               33/100

    과 수         

    연 간              2012.09.01 ~ 2024.08.31

  지원  가연 개 사업

    과 고           1345318331

    과               NRF- 2017R1D1A1B04031890

    처                 

    과 리( )   연 재단

    연 사업             공 야 연 사업

    연 과             3차원  과 고  RF 스 칭  트워크를  TMA  다
능동안 나 시스  개

     여               33/100

    과 수         

    연 간              2017.06.01 ~ 2021.05.31
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청

청  1 

RF 신 를 수신 는 RF 헤 , 1 (hole)  상  RF 헤    통  연결  2 (hole)  

;

상  1 에 고 는 1 탈 포스트  상  2 에 고 는 2 탈 포스트;

상  1 탈 포스트  2 탈 포스트  상단  연결 는 어;

상  어가 연 어 , 상  1 탈 포스트  상단  연결  원뿔 상  헬리컬 안 나

를 포 는 헬리컬 안 나 치.

청  2 

1 에 어 ,

상  RF 신  주 수는 156.8 MHz  헬리컬 안 나 치.

청  3 

1 에 어 ,

상  어  헬리컬 안 나 는 청 능  스 스  재질  는 헬리컬 안 나 치.

청  4 

1 에 어 ,

상  헬리컬 안 나 는  보 고, 난 상  생시 펼쳐  상  RF 신 를 는 헬리컬 안 나 

치.

청  5 

1 에 어 ,

상  1 탈 포스트는 상  1 에 1 나사를 여 고 고, 상  2 탈 포스트는 상  2 에

2 나사를 여 고 는 헬리컬 안 나 치.

청  6 

1 에 어 ,

상  어는 3 나사를 여 상  1 탈 포스트  상단에 고 고, 4 나사를 여 상  2

탈 포스트  상단에 고 는 헬리컬 안 나 치.

 

 술  야

 실시 들  상 난 신 를   사 는 헬리컬 안 나에  것 , 체 는 우[0001]

징 내에  상태  수납 어 보  가능  난 상  생시에는 펼쳐  난 신 를 는 헬리컬 안

나에  것 다.

 경  술

난 난 사고가 생  경우, 난  생  가능   는 난  치를 주   등에 신[0002]
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게, 지  알 야 다. 를  난 사고 생시 난 신 를  는 치를  

끼에 착 는 경우가 많아지고 다.

원거리 지 난 신 를  수 는 난 신  생 치를  끼에 착  는 안 나를 [0003]

야 , 안 나  능도 여야 다. 또 , 평상시에는 안 나를 어 보 도, 난 사고 생시

에는 안 나를 펼쳐 난 신 를 과  는 것  다.

또 , 주  상에  사 는  감안   재질  안 나가  능   수 도 , 안 나는[0004]

청 능  스 스 재질   수 다.

 내

결 는 과

 실시 들   평상시에는 우징 내에  수납 므  공간  게 차지 도, 난 상  생[0005]

시에는 안 나가 펼쳐  난 신 를 안  는 것 다.

 실시 들   습 가 많  경에 도 헬리컬 안 나  능  지 는 것 다.[0006]

과  결 수단

시  실시 에 르 , RF 신 를 수신 는 RF 헤 , 1 (hole)  상  RF 헤    통  연결[0007]

2 (hole)   , 상  1 에 고 는 1 탈 포스트  상  2 에 고 는 2 탈 포

스트, 상  1 탈 포스트  2 탈 포스트  상단  연결 는 어,  상  어가 연 어 

, 상  1 탈 포스트  상단  연결  원뿔 상  헬리컬 안 나 를 포 는 헬리컬 안 나 

치가 개시 다.

여 , 상  RF 신  주 수는 156.8 MHz  수 다.[0008]

그리고, 상  어  헬리컬 안 나 는 수지 계열 연체   스 스  재질   수[0009]

다.

또 , 상  헬리컬 안 나 는  보 고, 난 상  생시 펼쳐  상  RF 신 를  수 다.[0010]

여 , 상  1 탈 포스트는 상  1 에 1 나사를 여 고 고, 상  2 탈 포스트는 상[0011]

2 에 2 나사를 여 고  수 다.

그리고, 상  어는 3 나사를 여 상  1 탈 포스트  상단에 고 고, 4 나사를 여 상[0012]

 2 탈 포스트  상단에 고  수 다.

 과

 실시 들에 르 , 평상시에는 우징 내에  수납 므  공간  게 차지 도, 난 상  [0013]

생시에는 펼쳐  난 신 를 안  여 난  생  가능  크게  수 다.

 실시 들에 르 , 상에  주  사 므  청 능  스 스  재질   안 나를 [0014]

도체에 가 운 닷 과   단락  지    연체  수지   습 가 많  

경에 도 헬리컬 안 나  능  지  수 다.

도  간단  

도 1  시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치를 포 는 상 난 신   치  동  개략[0015]

나타낸 개 도 다.

도 2는 시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치  를 도시  도 다.

도 3  시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치를 는 들  상  도시  도 다.

도 4는 시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치  사계수  득  도시  도 다.

 실시   체  내
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, 실시 를 첨  도  참 여 상 게 다. [0016]

도 1  시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치를 포 는 상 난 신   치  동  개략[0017]

나타낸 개 도 다.

상 난 신   치는 평 에는  끼 등에 수납 어 보 다가,  침몰 등 난 상  생[0018]

 난  치 등  포 는 난 신 를 여 난  생  률  는 치 다.

도 1  (a)는 평상시 상 난 신   치  습  도시  도 다. 상 난 신   치는 [0019]

(110)에 리, 난 신   듈, 안 나 치 등  포  수 다. 안 나 치는 (110)  측에

치 , 평상시에는 커 (120)가 는 공간 내에  보  수 다.

도 1  (b)는 난 상  생  경우  상 난 신   치  습  도시  도 다.[0021]

난 상  생 , 난 는 상 난 신   치  커 (120)를 거  수 다. 또는 난 상 에[0022]

라 커 (120)는 동  (110)에  거  수 다.

 경우에, 커 (120)가 는 공간 내에  보  헬리컬 안 나(160)는 난 상  생 에 라[0023]

상 난 신   치   , 크게 펼쳐진다. 상 난 신   치  는 헬리컬 안

나(160) 뿐만 아니라 2개  나사(140, 150)가  수 다.

(130)  내 에는 리  난 신   듈  탑재 다. 난 신   듈  난  치 등[0024]

 포 는 난 신 를 안 나 치  다. 안 나 치는 상 난 신   치   

헬리컬 안 나(160)를 포 다. 안 나 치는 난 신 를 수신 고, 헬리컬 안 나(160)를 여 난 신

를 사 여 난  생  가능   수 다.

도 2는 시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치  를 도시  도 다.[0026]

헬리컬 안 나 치는 (210), 탈 포스트(231, 232), 어(250)  헬리컬 안 나(260)를 포  수 [0027]

다.

탈포스트(231, 232)는 동,  스 스 재질  사 여 청  식  지  수 다. [0028]

(210)  RF 신 를 수신 는 RF 헤 (223)를 포  수 다. RF 헤 (223)는 난 신   듈에 연결[0029]

는 RF 단 (230)가 연결 어 난 신   듈  난 신 를 수신  수 다. 측에 르 , 

(210)  PCB  수 다.

(210)  1 (hole, 222)  2 (221)  포  수 다. RF 단 (230)  2 (221) 지는 [0030]

난 신 를 는 (224)가 다.

1 탈 포스트(232)는 1 (222)에 고 고, 2 탈 포스트(231)는 2 (221)에 고 다. 측에 [0031]

르 , 1 탈 포스트(232)  2 탈 트(231)는 나사를 여 고  수 다.

1 탈 포스트(232)  2 탈 포스트(231)  상단  어(250)를 여 연결 다. 어(250)는 3[0032]

나사(242)를 여 1 탈 포스트(232)  상단에 고 고, 4 나사(241)를 여 2 탈 포스트

(231)  상단에 고 다.

1 탈 포스트(232)에 연결  어는 상단  연 어 헬리컬 안 나(260)를 다. 헬리컬 안 나[0033]

(260)는 탈 포스트(232)연결   고, 그    태 다.

헬리컬 안 나(260)는 탄  어 평상시에는  공간 내에 어  보  가능 , 난 상  생시에는 펼[0034]

쳐  RF 신 ( 난 신 )를  수 다.

어(250)  헬리컬 안 나(260)는 청 능  스 스  재질   수 다.[0035]

측에 르 , 도 2에 도시  헬리컬 안 나 치 에 ,   탈 포스트 등  도 1  (b)에 도시  [0036]

우징 내에 탑재 고,  우징   에는 나사(241,  242)  리  과  헬리컬 안 나만   수

다.

도 3  시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치를 는 들  상  도시  도 다.[0038]

헬리컬 안 나 치는 (310), 나사들(321, 322, 351, 352), 탈 포스트(341, 342), 어(362)  헬리[0039]
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컬 안 나(364)를 포  수 다.

(310)  RF 헤 (325)를 포  수 다. RF 헤 (323)는 커 (325)  연결 , 커 (325)는 블[0040]

(326)  통  RF 단 (327)  연결 다.

(310)  2개  (hole, 321, 322)  포  수 다. 1 탈 포스트(342)는 1 나사(332)를 여[0041]

1 (322)에 고 고, 2 탈 포스트(341)는 2 나사(331)를 여 2 (321)에 연결  수 다. 

2 (321)  (324)를 통  RF 헤 (232)에 연결 다.

1 탈 포스트(342)  상단과 2 탈 포스트(341)  상단 사 는 어(362)가 연결 다. 어(362)는[0042]

3 나사(352)를 여 1 탈 포스트(342)에 고 고, 4 나사(351)를 여 2 탈 포스트(341)

에 연결 다.

 경우, 어(362)  끝  감겨 고리 양(361, 363)  , 3 나사(352)  4 나사(351)는[0043]

고리(361, 363) 태  감  어를 고  수 다.

어(362)는 1 탈 포스트(342)  상단  연 어 헬리컬 안 나(364)를 다. 헬리컬 안 나(364)[0044]

 어(362)는 청 능  스 스  재질  어  생 지 않는다. 또  헬리컬 안 나

(364)는  탄  가지고 어 평상시에는 어   공간에 보  수 다.

도 4는 시  실시 에 른 헬리컬 안 나 치  사계수  득  도시  도 다.[0046]

도 4  (a)는 도 1 내지 3에   헬리컬 안 나 치  사계수를 도시  것 , 가  주 수 역[0047]

 나타내고,  사계수를 dB 단  나타낸 것 다. 도 4  (a)에  실  시뮬  통  계산

사계수를 나타내고,  실   안 나 치를 여 실측  사계수를 나타낸다.

도 4  (a)를 참 , 실   안 나 치  사계수는 시뮬  여 계산  사계수  사[0048]

 특  나타내는 것  알 수 다.

도 4  (b)는 도 1 내지 3에   헬리컬 안 나 치  득  도시  것 , 가  주 수 역  나[0049]

타내고,  득  dB 단  나타낸 것 다. 도 4  (b)에  실  시뮬  통  계산  득

나타내고,  실   안 나 치를 여 실측  득  나타낸다.

도 4  (b)를 참 , 실   안 나 치  득  시뮬  여 계산  득과 사  특[0050]

 나타내는 것  알 수 다.

실시 에 른  다양  컴퓨  수단  통 여 수  수 는 그램  태  어 컴퓨  [0052]

독 가능 매체에  수 다.  상  컴퓨  독 가능 매체는 그램 ,  ,   등

 단독  또는 여 포  수 다.  상  매체에 는 그램  실시 를 여 특별

계 고  것들 거나 컴퓨  트웨어 당업 에게 공지 어 사  가능  것  수도 다.  컴퓨  

독 가능  매체  에는 드 스크,  스크    같   매체(magnetic media),

CD-ROM,  DVD  같   매체(optical  media),  티컬  스크(floptical  disk)  같  -  매체

(magneto-optical media),  (ROM), 램(RAM), 래시 리 등과 같  그램  고 수 도

 특별   드웨어 치가 포 다.  그램  에는 컴 러에  만들어지는 것과 같

계어  드뿐만  아니라  리  등  사  컴퓨 에   실  수  는  고  언어  드를

포 다.  상  드웨어 치는 실시  동  수   나 상  트웨어 듈  동 도

  수 , 그 역도 마찬가지 다.

　[0053]

상과 같  실시 들  비   실시  도 에  었 나, 당 술 야에  통상  지식  가[0054]

진 라  상  재  다양  수   변  가능 다.  를 들어,  술들   과 다

른 순  수 거나, /또는  시스 , , 치,  등  들   과 다른 태

 결  또는 거나, 다른  또는 균등 에 여 치 거나 치 라도  결과가 달

수 다.

그러므 , 다른 들, 다른 실시 들  특허청  균등  것들도 후술 는 특허청  에 [0055]

다.
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110: [0056]

120: 커

130: 

140, 150: 나사

160: 헬리컬 안 나

도

도 1
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도 2
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도 3
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도 4
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